
九州地域企業は半導体製造で培った高度な半導体、エレクトロニクスおよび生産設備分野の技術を研鑽、蓄積し
てきました。本リーフレットは「半導体分野」、「エレクトロニクス分野」、「生産設備分野」の各工程における代表的
九州地域企業を掲載し、産業競争力強化の原動力として国内外のニーズに対応することにより新事業･新ビジネ
スを創出し、九州地域半導体、エレクトロニクス関連産業の進展に寄与することを目的として取り纏めました。

九州地域
半導体・エレクトロニクス分野関連企業マップ

～九州地域一貫受注を目指して～

このチラシは、平成２７年度新分野進出支援事業（経済産業省委託事業）により作成したものです。



半導体分野

工程受託

材料

装置
冶工具

●29 第一施設工業㈱ クリーン搬送装置

●30 平田機工㈱ ウェハ搬送装置

●31 日本タングステン㈱ 真空チャック ●32  ㈱ネオス 機械精密洗浄、化学洗浄

●33  ㈱スズキ 消耗部品、メンテナンス

●21  ㈱SUMCO
シリコンウェハ

●22 アドバンス
マテリアルズ
テクノロジー㈱
評価用パターンウェハ、
成膜ウェハ

●28 ㈱プレ
テックAT
洗浄機

●27 東京エレクトロン
九州㈱
ディベロッパー装置

●27 東京エレクトロン
九州㈱
コーター装置

●26 ㈱高田工業所
引上炉

●8  ㈱ピーエムティー
ミニマルファブ
（1/2インチウェハ）
露光装置

工程大分類

工程中分類

工程小分類

前工程
メタル
成膜不純物

注入洗浄エッ
チング現像露光

成膜・
フォトレジスト塗布ウェハ製造

設計

●5  ラピスセミコンダクタ宮崎㈱
前工程ウェハファンドリー

●1  ㈱ロジック・リサーチ
LSI、ASICの開発
生産中止IC再生産
半導体ファブレスビジネス

●2  ㈱日出
ハイテック
LSI設計、評価、解析
テストプログラム開発

●3  九州電子㈱
回路設計、レイアウト設計
パッケージ設計、評価

●4  ディー・クルー・
テクノロジーズ㈱
高性能アナログ、
ＲＦアナログ回路の研究開発

●6  ㈱九州セミコンダクターKAW
前工程MEMSファンドリー

●7  大分デバイステクノロジー㈱
前工程試作ファンドリー

●8  ㈱ピーエムティー
ミニマルファブ
（1/2インチウェハ）
露光工程ファンドリー

メタル
成膜

不純物
注入洗浄エッ

チング現像露光成膜
・

フォトレジスト・塗布

ウェハ
製造

設計

フォト
マスクフォトレジストシリコンウエハ

酸化膜

拡散層 酸化膜シリコン

アルミニウム
多結晶シリコン

表面保護膜
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●24 ●26 
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●31 

●32 

●33 

●34 

●35

●36  

●37 

●38 

●39 

●40  

●22 

●17 

●34 日本マイクロ
ニクス㈱大分
プローブカード

●14 日立
マクセル㈱
半田バンプ形成用
印刷メタルマスク

●27 ㈱高田
工業所
超音波
（スケルトンカット）

●24  ㈱三井
ハイテック
リードフレーム

●25 田中電子
工業㈱
ボンディング
ワイヤー・金
アルミ・銅等

●35

㈱メイホー
封止金型

●38  ㈱アドバンテスト
九州システムズ
半導体特性評価装置

●40  ㈱スリーダイン
半導体製造装置再生
（リファービッシュ）

●39 上野精機㈱
テストハンドラー
テーピングマシン

●11 エスティーケイ
テクノロジー㈱
バーンイン検査装置

●36 ㈱石井
工作研究所
封止金型

●37 第一精工㈱
小郡工場
半導体樹脂
封止装置

●23 千住技研㈱
半田バンプ用
半田ボール

リサイクル・
リユース

完成品テスト
評価解析

テスト工程後工程

封止
リード加工

ワイヤボンドダイボンドダイシング

バンプ形成

ウェハ
検査・評価・解析

●10 サン・エレクトロ
ニクス㈱
バンプ形成

●14  ㈱ジェイデバイス
量産後工程ファンドリー

●19   ㈱吉川
アールエフセミコン
テスト・評価解析

●16  ㈱デンケン
テスト・評価解析

●13  ㈱新菱
ウェハリサイクル／エッチング／表面研磨
有害化合物・溶剤の無害化処理

●20 ケー・エム・
テクノロジー㈱
ウェハリサイクル

●7  大分デバイステクノロジー㈱
中少量後工程ファンドリー

●15  佐賀エレクトロニックス㈱
中少量後工程ファンドリー

●16  ㈱デンケン
試作後工程ファンドリー

●17 九州電子㈱
光デバイス後工程ファンドリー

●18 中央電子㈱
光デバイス後工程ファンドリー

●12  ㈱新菱
バンプ形成
（メッキ、Cuコラム）

●13 日立
マクセル㈱
バンプ形成

●9  ㈱エリア
ウェハテスト
不良解析

●9  ㈱エリア
テスト・評価解析

●10 サン・エレクトロ
ニクス㈱
ウェハテスト

●11 エスティーケイ
テクノロジー㈱
ウェハテスト

●11 エスティーケイ
テクノロジー㈱
ファイナルテスト・外観検査

リサイクル・
リユース

完成品テスト
評価解析

封止
リード加工ワイヤボンドダイボンドバンプ形成ウェハ

検査・評価・解析 ダイシング

プローブ 電極パッド

チップ

●6  九州セミコンダクターKAW㈱
試作後工程ファンドリー

半導体分野



エレクトロニクス分野
工程大分類

工程中分類

工程小分類

電子基板・実装分野 制御ユニット分野 ソフトウェア分野
回路形成 基板実装 制御ユニット分野

設計

工程受託
・

製品販売

プリント基板 セラミック基板
半田印刷

部品搭載リフロー
・部品挿入ディップ半田

ベアＩＣ実装
ＬＥＤ実装
光通信実装

防湿
防水
防爆

電源 装置制御
検査

（画像・電気・
音響等）

蓄電ユニット

ワイヤー
ハーネス ＥＭＣテスト

保守
サービス
リワーク 組込

ソフトウェア
管理

ソフトウェア

設計 プリント基板 セラミック基板 半田印刷
部品搭載リフロー

・部品挿入ディップ半田

ベアＩＣ実装
ＬＥＤ実装・光通信実装

防湿・防水・防爆 電源 装置制御 検査
（画像・電気・音響等）

蓄電ユニット ワイヤー
ハーネス

ＥＭＣテスト 保守サービス
リワーク

組込
ソフトウェア

管理
ソフトウェア

●1  ㈱羽野製作所
プリント基板設計、製造

●2  ㈱豊光社
プリント基板設計、製造

●3 大牟田電子工業㈱
プリント基板設計、製造

●4  ㈱コム・
ハーツジャパン
プリント基板設計
筐体設計

●6  シェル
エレクトロ
ニクス㈱
プリント基板設計

●5  ㈱京写
紙フェノール
プリント
基板製造

●9  ㈱ホックス
基板実装全般

●11 ㈱岡野
エレクトロ
ニクス
光デバイス組立

●12 交和電気
産業㈱
ＬＥＤモジュール
組立

●9  ㈱ホックス
基板防湿、
防水処理

●20 イサハヤ
電子㈱
カスタム電源
設計製造

●21 ㈱アバール
長崎
制御ユニット
設計製造

●1  ㈱羽野
製作所
制御ユニット
設計製造
筐体設計製造

●23 ㈱昭和電気
研究所
画像・音響検査
機器設計製造

●26 ㈱正興電機
製作所
蓄電システム
配電システム

●27 ㈱オート
システム
ワイヤーハーネス
加工

●28 アドックス
福岡
ＥＭＣテスト

●29 ㈱
モバテック
基板再生・リペア
アフター
サービス受託

●30 ㈱ソフト
サービス
組込
ソフトウェア
受託開発

●30

●31

●30
●28

●10
●11●16

●15
●17

●19

●20
●21

●23

●27●25●29

●24●32

●22

●24

●12

●14

●6  シェル
エレクトロ
ニクス㈱
ＢＧＡリワーク

●31  ㈱システック
井上
管理
ソフトウェア
受託開発

●32  ㈱電盛社
管理
ソフトウェア
受託開発

●24 オオクマ
電子㈱
検査装置設計製造
画像処理装置
設計製造

●25 九州
計測器㈱
計測器設計製造
計測器校正

●22 三和
ニューテック
㈱
制御ユニット
設計製造

●19  ㈱中村電機
製作所
防爆制御機器

●13 イーアイ
エス㈱
ＬＥＤモジュール組立

●14 ㈱マリン
テック
ＬＥＤモジュール組立

●15 鹿児島
高槻電器
工業㈱
ＬＥＤモジュール組立

●16 ㈱アクセ
レート
デバイス
ＬＥＤモジュール組立

●17 加世田
電子工業㈱
ＬＥＤモジュール組立

●18 ㈱豊光社
ＬＥＤモジュール組立

●10 新生電子㈱
基板実装全般

●6  シェル
エレクトロ
ニクス㈱
基板実装

●7 双信
デバイス㈱
セラミック
厚膜印刷
基板製造

●8  共立
エレックス㈱
セラミック
厚膜印刷
基板製造

●1  

●2

●3 

●4  
●5 

●8 ●6 

●9 

●7 

●18 

●26 

●13 



生産設備分野
工程大分類

工程中分類

工程小分類

機械加工・組立・生産設備分野
金属部品

設計

工程受託
・

製品販売

切削・研削加工

●1  ㈱アレックス
エンジニアリング
機械装置Ｉ設計

●3 有明技研㈱
中小物の金属・樹脂加工

●4  ㈱大津テック
中小物の金属加工

●5  ㈱ピーエムティー
精度部品加工

●6  ㈱佐々木精工
中小物の金属加工

●7 ㈱九州プレシジョン
中小物の金属加工

●10 ㈱藤田ワークス
精密板金加工

●11 平井精密工業㈱
エッチング加工

●12 湯川王冠㈱
スピニング加工
（ヘラ絞り加工）

●13 佐賀鋳物㈱
鋳造加工

●14 ウィンズテック㈱
2層式中子、鋳造関連資材

●15 ㈱フクネツ
金属熱処理

●16 ㈱オジック
テクノロジーズ
メッキ加工・電鋳加工

●17 田口電機工業㈱
メッキ加工・電鋳加工

●23 大光炉材㈱
精密セラミック部品
（焼結～加工）

●25 ㈱大川金型
設計事務所
樹脂ＩＣトレイ、エンボステープ
樹脂成型加工

●26 ㈱ニシキ
電子部品樹脂キャリヤテープ
加工

●24 天草光学㈱
ガラス・光学部品加工

●27 中央発条工業㈱
各種バネ、設計製造

●28 新生工業㈱
カム・歯車加工

●5  ㈱ピーエムティー
セラミック部品加工

●18 吉玉精鍍㈱
メッキ加工

●29 ㈱ファインテック
各種カッター

●25 ㈱大川金型
設計事務所
金型設計・製作

●5  ㈱ピーエムティー
ナノ精度超精密位置
決めユニット

●32 ＫＩＴーＣＣ㈱
インクジェットユニット

●33 ㈱西部技研
グローブボックス

●30 大分精密工業㈱
金型製作

●31 日精電子㈱
金型製作

●19 ㈱野毛電気工業
九州事業部
特殊メッキ加工

●20 ㈱熊防メタル
メッキ加工
導電性アルマイト

●21 アシック㈱
レイデント処理

●22 ケー・エム・
テクノロジー㈱
DLＣコーティング
（ダイヤモンドライクカーボン）

●8  キリシマ精工㈱
中小物の金属加工

●9  吉塚精機㈱
大物の金属・樹脂加工

●34 ㈱カシワ
機械組立
（部品加工～組立一貫生産）

●35 櫻井精技㈱
機械組立
（部品加工～組立一貫生産）

●36 日本
ファインテック㈱
機械組立
（部品加工～組立一貫生産）

●37 ㈱デンケン
機械組立
（部品加工～組立一貫生産）

●38 ㈱熊本
アイディーエム
機械組立
（加工・洗浄装置等）

●39 ㈱省力化技研
自動化・省力化装置の開発・
設計・製造
（設計～組立一貫生産）

●2  ＫＮＥ㈱
生産機械設計

板金加工・溶接加工
エッチング加工、
鋳物加工

熱処理・メッキ加工 セラミック部品
ガラス・光学部品

樹脂部品 機械要素 金型・加工工具 ユニット 組立

設計 切削・研削加工 板金加工・溶接加工
エッチング加工、
鋳物加工

熱処理・メッキ加工 セラミック部品
ガラス・
光学部品

樹脂部品 機械要素 金型・加工工具 ユニット 組立
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半導体分野
●1  ㈱ロジック・リサーチ
●2  ㈱日出ハイテック
●3  九州電子㈱
●4  ディー・クルー・テクノロジーズ㈱
●5  ラピスセミコンダクタ宮崎㈱
●6  ㈱九州セミコンダクターKAW
●7  大分デバイステクノロジー㈱
●8  ㈱ピーエムティー
●9  ㈱エリア
●10 サン・エレクトロニクス㈱
●11 エスティーケイテクノロジー㈱
●12  ㈱新菱
●13 日立マクセル㈱
●14  ㈱ジェイデバイス
●15  佐賀エレクトロニックス㈱
●16  ㈱デンケン
●17 中央電子㈱
●18  熊本防錆工業㈱
●19   ㈱吉川アールエフセミコン
●20 ケー・エム・テクノロジー㈱
●21  ㈱SUMCO
●22 アドバンスマテリアルズテクノロジー㈱
●23 千住技研㈱
●24  ㈱三井ハイテック
●25 田中電子工業㈱
●26  ㈱高田工業所
●27 東京エレクトロン九州㈱
●28  ㈱プレテックAT
●29 第一施設工業㈱
●30 平田機工㈱
●31 日本タングステン㈱
●32  ㈱ネオス
●33  ㈱スズキ
●34 日本マイクロニクス㈱大分
●35  ㈱メイホー
●36  ㈱石井工作研究所
●37 第一精工㈱小郡工場
●38  ㈱アドバンテスト九州システムズ
●39 上野精機㈱
●40  ㈱スリーダイン

エレクトロニクス分野
●1  ㈱羽野製作所
●2  ㈱豊光社
●3 大牟田電子工業㈱
●4  ㈱コム・ハーツジャパン
●5  ㈱京写
●6  シェルエレクトロニクス㈱
●7 双信デバイス㈱
●8  共立エレックス㈱
●9  ㈱ホックス
●10 新生電子㈱
●11 シェルエレクトロニクス㈱
●12  ㈱岡野エレクトロニクス
●13 交和電気産業㈱
●14 イーアイエス㈱
●15  ㈱マリンテック
●16 鹿児島高槻電器工業㈱
●17  ㈱アクセレートデバイス
●18 加世田電子工業㈱
●19  ㈱中村電機製作所
●20 イサハヤ電子㈱
●21  ㈱アバール長崎
●22 三和ニューテック㈱
●23  ㈱昭和電気研究所
●24 オオクマ電子㈱
●25 九州計測器㈱
●26  ㈱オートシステム
●27 アドックス福岡
●28  ㈱モバテック
●29  ㈱ソフトサービス
●30  ㈱システック井上
●31  ㈱電盛社

生産設備分野
●1  ㈱アレックスエンジニアリング
●2  ＫＮＥ㈱
●3  有明技研㈱
●4  ㈱大津テック
●5  ㈱ピーエムティー
●6  ㈱佐々木精工
●7  ㈱九州プレシジョン
●8  キリシマ精工㈱
●9  吉塚精機㈱
●10 ㈱藤田ワークス
●11 平井精密工業㈱
●12 湯川王冠㈱
●13 佐賀鋳物㈱
●14 ウィンズテック㈱
●15 ㈱フクネツ
●16 ㈱オジックテクノロジーズ
●17 田口電機工業㈱
●18 吉玉精鍍㈱
●19 ㈱野毛電気工業 九州事業部
●20 ㈱熊防メタル

●21 アシック㈱
●22 ケー・エム・テクノロジー㈱
●23 大光炉材㈱
●24 天草光学㈱
●25 ㈱大川金型設計事務所
●26 ㈱ニシキ
●27 中央発条工業㈱
●28 新生工業㈱
●29 ㈱ファインテック
●30 大分精密工業㈱
●31 日精電子㈱
●32 ＫＩＴーＣＣ㈱
●33 ㈱西部技研
●34 ㈱カシワ
●35 櫻井精技㈱
●36 日本ファインテック㈱
●37 ㈱デンケン
●38 ㈱熊本アイディーエム
●39 ㈱省力化技研

本リーフレットの作成方法、位置づけについて
○本リーフレットは経済産業省の委託事業（平成27年度新分野進出支援事業）として作成したものです。
委託先：一般財団法人  九州地域産業活性化センター／作成：九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会
○本リーフレットに掲載している企業・内容は、九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会が過去に作成した「九州半導体関連企業サプライチェーンマップ」を基に、
HP情報や企業へのヒアリングを参考にとりまとめたものであり、カテゴリー毎に九州地域企業を網羅したものではありません。
○掲載した企業の情報については、九州経済産業局がその技術、内容について保証するものではありません。

本リーフレット掲載内容についてのお問い合わせは下記にご連絡下さい。
九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会　〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目15-19 KS-T駅東ビル302号
ＴＥＬ: 092-473-6649　FAX: 092-473-6488　E-Mail: info@siiq.jp   http://www.siiq.jp/
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